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平成24年3月期通期個別業績予想数値の修正（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

修正の理由 
 平成23年５月11日の平成23年３月期決算発表時の通期業績予想につきましては、前年度に普及が進んだスマートフォン
への需要が継続するという見通しに基づいて作成いたしましたが、スマートフォンの一定の普及進展を受け、今年度の出
荷台数の伸びは緩やかなものとなってまいりました。これに伴い、一部携帯電話メーカーでは在庫の増加が顕著となり、強
気の生産計画を見直す動きも出てまいりました。 
 このような状況のもと、メモリ事業においては、当社顧客の生産品のうち、テスト装置をより長時間稼動する必要のある製
品の比率が低下したことなどにより、テスト需要が期初予想ほど伸びませんでした。さらに、DRAMの需要が低迷し、市場価
格が大きく下がる中、DRAMメーカーによる生産調整などが行われ、テスト需要についても減少傾向となっております。 
 また、システムLSI 事業においても、デジタル家電の需要が低迷していることや、スマートフォン、携帯電話の在庫調整な
どに加え、第２四半期に見込んでいた新製品の受託開始が第３四半期にずれるなど、テスト需要が低迷しております。 
 一方、平成23年10月１日より、携帯機器向けに有効な半導体パッケージであるウエハレベルパッケージ(WLP)の受託生
産を行う株式会社テラミクロスが新たに当社連結子会社となり、この業績が当社グループに加わることとなりました。 
 以上のように、期初予想に比べテスト受託による売上低迷が予想される中、経費削減等の施策を実施してまいりますが、
売上高減少の影響を補うことが難しい状況となっていることから、業績予想を修正いたします。 
 なお、株式会社テラミクロス買収に伴うのれんの影響は織り込んでいないため、今後変更が生じる可能性があります。 

● 配当予想の修正について 
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通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ  

 当社は、平成23年10月26日開催の取締役会において、以下のとおり、最近の業績の動向等を踏まえ、平
成23年５月11日の平成23年３月期決算発表時に開示した平成24年３月期（平成23年４月１日～平成24年３
月31日）の業績予想及び配当予想を修正することとしましたので、お知らせいたします。  

記 

● 業績予想の修正について 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純利

益
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 25,500 5,710 5,460 3,090 332.88
今回修正予想(B) 25,300 2,900 2,500 1,400 150.82
増減額(B-A) △200 △2,810 △2,960 △1,690
増減率(%) △0.8 △49.2 △54.2 △54.7
（ご参考）前期実績 
（平成23年3月期）

21,381 5,181 4,835 4,151 509.44

売上高 経常利益 当期純利益 1株当たり当期純利益
百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 21,700 4,430 2,690 289.79
今回修正予想(B) 19,200 2,050 1,270 136.82
増減額(B-A) △2,500 △2,380 △1,420
増減率(%) △11.5 △53.7 △52.8
（ご参考）前期実績 
（平成23年3月期）

18,144 3,874 3,801 466.45

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

前回予想  
（平成23年５月11日発表）

― 0.00 ― 35.00 35.00

今回修正予想 ― ― ― 10.00 10.00
当期実績 ― 0.00 ―
前期実績 
（平成23年3月期）

― 0.00 ― 0.00 0.00



修正の理由 
 上記業績予想の修正のように、当連結会計年度における当期純利益の減少が予想されるため、当期末の配当予想を修
正するものであります。 
 
（注）本資料における上記の予想を含む記述は、発表日現在に入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業
績・結果は予想数値あるいは見通しと異なる場合があります。 

以 上


